Solution for researching

Cesta De Limpeza De Wafer Quadrada De Ptfe Suporte De
Gravacao De Fluoropolimero Para Semicondutores Portador

Personalizado De Wafer De Silicio

Numero do item: PL-CP89

introducao

Otimize os processos de bancada Umida para
semicondutores com nossas cestas de limpeza
quadradas personalizadas de PTFE. Projetados
para resisténcia quimica extrema e manuseio

Saiba mais

de alta pureza, esses portadores de
fluoropolimero oferecem durabilidade e
precisao superiores para processos criticos de
limpeza e gravacao de wafer de silicio.

. e Imersao do substrato em acidos gravadores para remover camadas superficiais ou
Gravacao de Wafer de Silicio X .
criar texturas especificas.
) . Limpeza multi-estdgio de wafers fotovoltaicos quadrados de grande formato antes
Limpeza de Células Solares .
da dopagem ou revestimento.
Manuseio de sistemas microeletromecanicos durante etapas criticas de liberagao
Processamento de MEMS .
quimica.
) . Uso em banhos ultrassonicos para remover particulas submicrométricas de dpticas
Limpeza Ultrassonica L a A
de precisdo ou componentes eletronicos.
- . Preparacéo e limpeza de vidraria em banhos de &cido de alta pureza para quimica
Anélise de Metais Trago p, X ¢ P P P 4
analitica.
Suporte para wafers de safira ou carbeto de silicio através de ciclos agressivos de
limpeza e enxague.

Manuseio de Substratos de
LED

Contengao segura de substratos sensiveis durante o transito entre médulos de sala
limpa.

Armazenamento e Transporte
Quimico

Portador de tamanho personalizado para processamento de materiais
experimentais em laboratérios universitarios e de P&D.

Categoria de Especificacdo | Detalhes do Parametro para PL-CP89

PL-CP89

Pesquisa Laboratorial

Identificacdo do Modelo
Dimensdes Padrao 249mm x 249mm (Configuragdo Quadrada)
Composicdo do Material 100% PTFE (Politetrafluoroetileno) de Alta Pureza
Compatibilidade Quimica Universal (Exceto metais alcalinos fundidos e flGor elementar)
Faixa de Temperatura -200°C a +260°C (-328°F a +500°F)
Método de Fabricacdao Usinagem CNC completa a partir de tarugo sélido
Capacidade de Wafer Totalmente Personalizdvel (Contagem e espagamento de ranhuras variaveis)

Largura da Ranhura Usinada com Precisdo (Personalizavel para a espessura do wafer)

Resisténcia excepcional a misturas de HF e acido nitrico.

Capacidade de manuseio de alto volume com quebra
minima.

Ambiente de alta pureza evita contaminagao
microscopica.

Propriedades de amortecimento protegem pegas
delicadas contra danos por vibrag&o.

Mais baixa interferéncia de fundo possivel para detecgao
em nivel de PPB.

Confiabilidade a longo prazo em processos quimicos de
alta temperatura.

Superficies ndo reativas protegem a quimica da
superficie do wafer.

Projeto adaptével para se adequar a configuragées
experimentais ndo padréo.

info@kindle-tech.com | https://kintek-solution.com



https://pt.kintek-solution.com/products/square-ptfe-wafer-cleaning-basket-fluoropolymer-semiconductor-etching-rack-custom-silicon-wafer-carrier?utm_source=pdf
mailto:info@kindle-tech.com
https://kintek-solution.com?utm_source=pdf

NI NTENK

Solution for researching

cificacdo | Detalhes do Parametro para PL-CP89

el Beneficio Principal

Recursos de Drenagem Portos de fluxo na base e laterais integrados para troca de fluido
Opgcoes de Alcas Disponivel opgao de algas de PTFE destacaveis ou integradas
Acabamento de Superficie = Acabamento usinado liso e ndo poroso para evitar aprisionamento de particulas

Conformidade Conforme RoHS, matérias-primas de grau FDA
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